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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* Bylletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Pyblié annuellement

* Cdtalogue des publications de la CEl
Pyblié annuellement et mis & jour régulierement

Termindlogie

En ce qui|concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera b la CEl 60050: Vocabulaire Electrotechnique
Internatiorjal (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés ffaitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets gur le VEI peuvent étre obtenus sur demande.
Voir égalenent le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termep et définitions figurant dans la présente publi-
cation on} été soit tirés du VEI, soit spécifiguement
approuvés|aux fins de cette publication.

Symbolés graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEJ, le lecteur
consultera

— la|CEl 60027: Symboles.littéraux a utiliser en
électrptechnique;

— la|CEI 60417: Symbeles graphiques utilisables
sur ld matériel. Index,>relevé et compilation des
feuilles individuelfes;

— la CEI 60617%."Symboles graphiques pour schémas;

et pour les|appareils électromédicaux,

* |EC Bulletin

* |EC Yearbook
Published yearly

* Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general termirology, readers are rdferred to
IEC 60050: International Electrotechnical ocabulary
(IEV), which,is issued in the form of separat¢ chapters
each dedlihg with a specific field. Full details pf the IEV
will be/ Supplied on request. See also|the IEC
Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the prepent publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols pnd signs
approved by the IEC for general use, readers are|referred to
publications:

— IEC 60027: Letter symbols to be| used in
electrical technology;

— |EC 60417: Graphical symbols fof use on
equipment. Index, survey and compilatipn of the
single sheets;

— |EC 60617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— la CEI 60878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 60027, de la CEl 60417,
de la CEI 60617 et/ou de la CEl 60878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

- IEC 60878: Graphical symbols for
electromedical equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 60027, IEC 60417,
IEC 60617 and/or IEC 60878, or have been specifically
approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES -

Partie 5: Circuits intégrés semi-personnalisés

AVANT-PROPOS

semble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La,CEMa pou
er la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation danS)les don
icité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Nermes intern

raité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et.non gouverneme

htionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre“les deux organisati

bcisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techhiques représentent, dans
Esible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné¢que les Comités nationaux
bprésentés dans chaque comité d’études.

bcuments produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls so
e normes, rapports techniques ou guides et agréés comme-fels par les Comités nationaux.

e but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a ap
transparente, dans toute la mesure possible, les Norimes internationales de la CEIl dans leu

as engagée quand un matériel est déclaré.¢onforme a I'une de ses normes.

tion est attirée sur le fait que certains~de's éléments de la présente Norme internationale ped

sable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existen

[é d'études 47 de la CEIl:"Dispositifs a semiconducteurs.

FDIS Rapport de vote
47A/469/FDIS 47A/483/RVD

omposée

objet de
aines de
ationales.
Esé par le
htales, en
anisation
bNns.

a mesure
ntéressés

it publiés

bliquer de
S normes
régionale

onsabilité

vent faire
nue pour
e.

ntégreés,

privde vaote indiqmi dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le v

e ayant

L'annexe A est donnée uniquement a titre d’'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS —

Part 5: Semicustom integrated circuits

FOREWORD

The I§EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization domprising

interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical andveléctronic

ional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the, IEC is tq promote

fields. To

this epd and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards- Their preparation is

entrudted to technical committees; any IEC National Committee interested in thel|subject dealt
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizatio
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with;the International Or
for Spandardization (ISO) in accordance with conditions determined by adreement between
organfzations.

The fprmal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as po
interngtional consensus of opinion on the relevant subjects since each(technical committee has repr
from gll interested National Committees.

The dpcuments produced have the form of recommendations fop-ihternational use and are published i

with may
s liaising
janization
the two

sible, an
bsentation

the form

of stapdards, technical reports or guides and they are accepted By the National Committees in that ser]se.

In order to promote international unification, IEC National €ommittees undertake to apply IEC International

Standprds transparently to the maximum extent possible in their national and regional stand
nce between the IEC Standard and the correspending national or regional standard shall
indicafed in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indieate its approval and cannot be rendered responsib
equipment declared to be in conformity with one“\of its standards.

rds. Any
be clearly

e for any

Attentjon is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject

of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internatlonal Standard IEC 60748-5 has been prepared by subcommittee 47A: In
circuits,|of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The tex{ of this standard'is'based on the following documents:

FDIS Report on voting

47A/469/FDIS 47A/483/RVD

Full infgrination on the voting for the approval of this standard can be found in the r

H H P H + o +la | talal
votlng InercatetH me—apovetanre:

egrated

bport on

Annex A is for information only.
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INTRODUCTION

Il sera nécessaire d'utiliser la présente partie de la CEl 60748 conjointement avec la
CEI 60747-1 et la CEIl 60748-1. La présente partie de la CEl 60748 donne les informations de
base sur:

— la terminologie;

— les symboles graphiques;

— les valeurs limites et les caractéristiques essentielles;

— les spécifications fonctionnelles;

— les méthodes de mesure;

— |a récention-et la fiahilita-
FecepHoH—etratHahites

— lep aspects de conception;
— lep interfaces utilisateur/fournisseur.

L’ordre fles articles est conforme a la CEI 60747-1, Chapitre Ill, paragraphec2/1.
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INTRODUCTION

As a rule, it will be necessary to use IEC 60747-1 and IEC 60748-1 in conjunction with this part
of IEC 60748. In this part of IEC 60748 the user will find all basic information on:

— terminology;

— graphical symbols;

— essential ratings and characteristics;

— functional specification;

— measuring method;

— acceptance and reliability;

— ddgsign aspects;
— uger/supplier interface.

The sequence of the clauses is in accordance with IEC 60747-1, Chapter Ill, suibelause|2.1.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5: Circuits intégrés semi-personnalisés

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

60748-5 © CEI:1997

_La,préc rte—parte—de—ta pE! 60+48—speeittetesrnermes POHF ta—seus-eategore—de cir,cui’ts
intégrés semi-personnalisés qui apparaissent dans |'arbre généalogique des circuits [intégrés
(voir figlire 1).
NOTE| - Cet arbre généalogique n’est pas exhaustif et pourra étre complété si nécessaire.
Circuit Cl spécifique (L'utilisateur . S N igh W
intéglé ——pourune  —participe a ng:)';ﬁgﬂlé Réseau prédiffusé
(en application la conception) P I(y c_:o.rnlprls macros
(ASIC) ogiciels)
Cellules prédéfinies |
(y compris macro
logiciels)
) — Circuit a la demande
| (Conception par_|
le fournisseur) | produifprédéfini personnalisable
(ASSP)
| Clausage Cl'non —_Cl numérique
général programmable
F—Mémoire ——— RAM
ROM
|__Micro- —____ Micro-
processeur contrélpur
(MCU)
Micro-
—Cl analogique L procedseur
(MPU)
L ClI d'interface
Dispositif Réseau
Cl pro- ___logique ——— logique
grammable programmable programmable
(PLD) (PLA)
ROM Réseau
——programmable rediffusé
(PROM) p
programmable
Micro-contrdleur (PGIA)
programmable
des PROM
(PMCU)
: Classification des Cl semi-personnalisés EC 674/97

Figure 1 — Arbre généalogique des circuits intégrés
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS —

Part 5: Semicustom integrated circuits

1 General
1.1 Scope
T_his Ppaft ofHEC 60748 spccifi_cs stand_a_rds_ on thc_ subeategores—ef-serteustem—iniegrated
circuits fhat appear in the following classification family tree of ICs (see figure 1)
NOTE| - This family tree is not exhaustive and may be completed when necessary.
Integrgted  Application (User [T Gat
circyit ——Specific IC _ panicipates in —— i Semicustom _a € a_rray
(Ic (ASIC) a design) ! (includingcsoft
macros)
Standard cell
(inCluding soft
macros)
| (esignbya [ Fullcustom
supplier) L Application specific standard
product (ASSP)
General Nomfield pro- ___ pjgital IC
purpose IC grammable IC
—Memory —— RAM
ROM
|__Micro- —____ Micro-
processor controller
unit (MCU)
Micro-
—Analogue IC L procegsor
unit (MPU)
L Interface IC
Field Field
Field pro- ___ programmable ——— programmable
grammable IC logic device logic arrpy
(PLD) (PLA)
Field .
—_ programmante F;Zldrammable
ROM (PROM) L prog
gate array
Field (PGIA)
programmable

micro-controller
unit inclusive of
PROM (PMCU)

K Classification of semicustom ICs IEC 674/97

Figure 1 — Family tree of integrated circuits
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1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEIl 60748.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tour document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 60748 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEIl et de I'lISO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 60617-12: 1991, Symboles graphiques pour schémas — Douziéeme partie: Opérateurs
logiques binaires

Amendement 1: 1992

Amendement 2: 1994

CEI 60617-13: 1993, Symboles graphiques pour schémas — Partie 13: Opérateurs_analdgiques

CEl 607147-1: 1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et,circuits intégrés —
Premiéne partie: Généralités
Amendgment 1: 1991
Amendgment 2: 1993

CEl 60y48-1: 1984, Dispositifs a semiconducteurs — CircujtsNihtégrés — Premiérg partie:
Généralités

Amendgment 1: 1991
Amendgment 2: 1993

CEl 60748-2: 1985, Dispositifs a semiconducteursy~ Circuits intégrés — Deuxiemg partie:
Circuits|intégrés digitaux
Amendgment 1: 1991
Amendgment 2: 1993

CEIl 60748-3: 1986, Dispositifs a semij-conducteurs — Circuits intégrés — Troisiéme partie:
Circuits|intégrés analogiques
Amendgment 1: 1991
Amendgment 2: 1994

CEl 60748-4: 1987, Dispesitifs a semi-conducteurs — Circuits intégrés — Quatrieme¢ partie:
Circuits|intégrés d’interface
Amendgment 1: 1991
Amendgment 2: 1994

CEl 60748-11:21990, Dispositifs a semi-conducteurs — Circuits intégrés — Onziéme partie:
Spécifidation jhtermédiaire pour les circuits intégrés a semi-conducteurs a l'exclugion des
circuits hybrides

Amendemenmt 11995

2 Terminologie et symboles graphiques

2.1 Remarques générales

Voir la CEI 60748-2, chapitre IlI.
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rmative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60748. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 60748 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 606

17-12: 1991, Graphical symbols for diagrams — Part 12: Binary logic elements

Amendment 1: 1992
Amendment 2: 1994

IEC 606%

2. 112:- 1 nal -1
r~io. 1L T LS

IEC 607
Genera
Amendn
Amendn

IEC 607
Amendn
Amendn

IEC 6071
circuits
Amendn
Amendn

IEC 607
circuits
Amendn
Amendn

IEC 607
circuits
Amendn
Amendn

IEC 60

specific
Amendn

2 Tern

o | ona
arvyuc TICTricTino

47-1: 1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits

hent 1: 1991
hent 2: 1993

48-1: 1984, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part-1: General
nent 1: 1991
nent 2: 1993

48-2: 1985, Semiconductor devices — Integrated-circuits — Part 2: Digital in

hent 1: 1991
hent 2: 1993

48-3: 1986, Semiconductor devices — ‘litegrated circuits — Part 3: Analogue in

hent 1: 1991
nent 2: 1994

48-4: 1987, Semiconductgrdevices — Integrated circuits — Part 4: Interface in

hent 1: 1991
nent 2: 1994

748-11: 1990, “Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 11: §
tion for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits
nent 1: 1995

inelogy and graphical symbols

+ Part 1:

fegrated

fegrated

fegrated

ectional

2.1 Ge

neral remark

See IEC 60748-2, chapter Ill.
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2.2 Termes relatifs aux circuits intégrés semi-personnalisés

2.2.1 circuit spécifique (ASIC): Circuit intégré concu pour des applications spécifiques.

2.2.2 circuit intégré précaractérisé:  Circuit intégré dont une ou plusieurs cellules ou macros
précaractérisées sont disposées de facon sélective sur une pastille et peuvent étre ensuite
connectées a d’autres éléments de circuit présents sur la pastille par un procédé d’'implantation
automatisé de pastille, pour réaliser une fonction électrique.

NOTE - Cette définition couvre aussi bien la conception traditionnelle avec cellules prédéfinies que les
conceptions évoluées précaractérisées.

2.2.3 circuit intégré semi-personnalisé: Circuit intégré composé de circuits, cellules et
macros précaractérisés qui peuvent étre saisis électroniquement par un procédé automatisé
d'implantation de pastille pour réaliser un circuit destiné & une application spécifiques

2.2.4 (ircuit intégré a la demande: Circuit intégré qui peut étre concuhpeur jun seul
utilisatepr ou pour une seule application (par exemple, certains circuitS~yspéciaix pour
télécommunication).

2.2.5 rpseau prédiffusé: Circuit intégré contenant un assemblage .[déterminé d’élénjents de
circuits ptilisés pour former des macrocellules et des macrofonctions qui sont, ou peuvent étre,
interconnectés pour réaliser une fonction logique.

2.2.5.1 | réseau prédiffusé a canaux d’interconnexion: Réseau prédiffusé domposé
d’éléments de circuits (cellules et/ou macros) précaraciérisés situés dans des zongs de la
pastille péparées des zones prévues pour I'interconnexien.

2.2.5.2 | mer de portes: Réseau prédiffusé composé d’éléments de circuits (cellulés et/ou
macros)|précaractérisés qui peuvent étre recouverts-par le circuit d’interconnexion. Dans le|schéma
d’'une mler de portes, la zone d’interconnexion est'créée en sacrifiant des rangées de pgrtes.

2.2.5.3 | élément de circuit: Composant de base d'un circuit, a [I'exclusipn des
interconnexions. Par exemple résistances; condensateurs et transistors.

2.2.6 dellule: élément de circuit précaractérisé dont le schéma et les bornes d’intercgnnexion
sont spgcialement prévus pour réaliser une fonction électrique.

2.2.6.1 | cellule prédéfinie; \\Cellule dont les caractéristiques physiques et électriqes sont
définies|par le fournisseur.

2.2.6.2 | cellule de base: Cellule composée de plusieurs transistors et éléments pasgifs pour
faciliter |'intégration:

2.2.7 macre:.\Ensemble de cellules pouvant étre connectées électriquement de |maniére
spécifiqle/dont les caractéristiques sont dérivées de celles de ses cellules composantgs.

NOTE=TCeTtte detmition couvre la Super-integration qul comprend un ou plusieurs types de Cellules ou macros
précaractérisées de grande taille.

2.2.7.1 macro matériel: Interconnexion de cellules élémentaires selon une topologie
caractérisée fixe pour réaliser une fonction électrique.

NOTE - La caractérisation peut étre faite par mesure des dispositifs fabriqués, ou par simulation sur ordinateur,
ou par combinaison des deux procédés. Elle peut comprendre les aspects suivants: dimensions physiques,
fonctions logiques, possibilité d’essais, conformité aux regles topologiques et fiabilité.

2.2.7.2 macro logiciel: Interconnexion de cellules élémentaires et/ou de macros qui réalise
une fonction électrique mais dont la topologie n’est pas prédéterminée.

2.2.7.3 macro d’utilisateur: Macro qui est fourni par I'utilisateur.
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2.2 Terms related to semicustom integrated circuits

2.2.1 ASIC: An integrated circuit designed for specific applications.

2.2.2 cell-based integrated circuits: An integrated circuit having one or more
pre-characterized cells or macros selectively placed on a chip that can subsequently be
connected with other on-chip circuit elements in an automated chip-layout process to produce
an electrical function.

NOTE - This definition covers both traditional standard-cell design as well as evolving cell-based designs.

2.2.3 semicustom integrated circuit: An integrated circuit consisting of pre-characterized
circuits, cells and macros that can be electronically captured in an automated chip-layout

process to prnrlnr‘n acircuitfor a cpnmfm npplmnhnn

2.2.4 fpull custom integrated circuit: A fullcustom IC may be designed for only ohe yser or it
may be [designed for only one application (e.g. some special telecommunication CirCuits).

2.2.5 (gate array: An integrated circuit containing a fixed topology of circuiDelements|used to
form macro cells and macro functions that are or may be interconnected to implement a logic
function|

2.2.5.1 | channelled gate array: A gate array consisting of pre-Characterized circuit glements
(cells apd/or macros) that are in chip regions separated from the regions intended to pe used
for interponnection.

2.2.5.2 | sea of gates: A gate array consisting of pre-characterized circuit elements (cells
and/or macros) that can be covered by interconnection circuitry. In a sea of gates layout, the
interconnect region is created by sacrificing rows of<gates.

2.2.5.3 | circuit element: A basic constituent*part of a circuit, exclusive of interconrections.
Examplgs include resistors, capacitors and transistors.

2.2.6 dell: A pre-characterized circuit element with specific layout and interconnection
terminals to implement an electrical function.

2.2.6.1 | standard cell: A cell with fixed physical and electrical characteristics established by
the supplier.

2.2.6.2 | basic cell: A cell that consists of several transistors and passive elements to facilitate
integration.

2.2.7 macro: A-collection of cells with specific electrical connectivity whose charadteristics
are deriyed from-the characteristics of its composing cells.

NOTE| - his”definition includes super integration, which comprises one or more pre-characterized hufje type of
cells qr macros.

2.2.7.1 hard macro: A characterized fixed layout and interconnection of primitives that
implement an electrical function.

NOTE — Characterization may be made either by measurement of fabricated devices or by computer simulation
or by both. Characterization may include the following aspects: physical dimensions, logic functionality,
testability, layout rule compliance and reliability.

2.2.7.2 soft macro: An interconnection of primitives and/or macro cells that implements an
electrical function but has no predetermined physical layout.

2.2.7.3 user's macro: A macro that is provided by the user.
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2.3 Symboles graphiques pour les circuits intégrés semi-personnalisés
A I'étude.
3 Données essentielles de la part du fournisseur de circuits intégrés semi-personnalisés

3.1 Remarques générales

Cet article fournit des données minimales concernant les circuits intégrés semi-personnalisés
établis par le fournisseur, par exemple réseaux prédiffusés ou cellules prédéfinies.

3.2 Identification et types de circuit

3.2.1 Désignation et types

Si le circuit fait partie d’'une catégorie fonctionnelle ou électrique, cela doit étre indiqpé. Les
catégories fonctionnelle et électrique peuvent étre numériques, analogiquesy numérfques et
analogiques mixtes, ou de circuits d'interface numérique.

3.2.2 Description fonctionnelle générale

Si le cirguit intégré semi-personnalisé utilise une série d’éléments;-cela doit étre indiqué. Les
éléments fonctionnels principaux y compris le nombre maximakde portes disponibleg, RAM,
ROM, MPU et/ou blocs fonctionnels, doivent étre indiqués. En-outre, la taille des pastilles et le
nombre|des plots de connexion disponibles doivent étre dofinés.

3.2.3 Tlechnologie de fabrication
La techpologie de fabrication du circuit intégré monolithique doit étre indiquée, par gxemple

CMQOS, pipolaire, BICMOS, etc., ainsi que le type‘et le nombre de couches d’interconnexion, et,
pour le CMOS, la longueur de porte (prévue).&t, au besoin, la longueur de canal (effective).

3.3 Defcription de l'application
3.3.1 Application principale

L'applicgtion principale doit étre-indiquée si nécessaire. Toute restriction d’application floit étre
indiquée.
3.3.2 Identification du‘boitier
Numéro| CEl et/oG/-numéro national de référence du dessin d’encombrement, ou dgssin du
boitier non normalisé avec la numérotation des bornes et le matériau principal du bditier, tel

que cérpmique€;plastique, etc. La gamme de taille minimale et maximale de pastille foit étre
indiquég sur-ehaque boitier. Si nécessaire, la résistance thermique doit étre spécifiée.

3.4 Spécification de la description fonctionnelle des éléments de bibliotheque
3.4.1 Schéma synoptique détaillé des cellules de base (caractéristiques des cellules)

Les fonctions des cellules de base peuvent étre indiquées par référence a des catalogues de
données applicables ou manuels de conception, y compris leurs éditions revues. Un schéma
synoptique détaillé ou une information équivalente sur le circuit des cellules de base doit étre
donné. Selon la fonction, la description doit étre donnée en accord avec le chapitre Il de
chacune des publications suivantes la CEI 60748-2, la CEIl 60748-3 ou la CEIl 60748-4. Les
symboles graphiques des fonctions doivent étre donnés. lls peuvent étre extraits d'un
catalogue de symboles graphiques normalisés ou dessinés en suivant les regles de la
CEI 60617-12 ou de la CEI 60617-13.
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2.3 Graphical symbols for semicustom integrated circuits
Under consideration.
3 Essential data of semicustom integrated circuits from supplier

3.1 General remark

This clause gives the minimum data for semicustom integrated circuits established by the
supplier, such as gate arrays or standard cells.

3.2 Circuit identification and types

3.2.1 Designation and types

If the dgvice belongs to a functional or electrical category, that shall be stated. kunctignal and
electrical categories can be digital, analogue, mixed digital and analogue of-digital ihterface
circuits.

3.2.2 (General function description

When the semicustom integrated circuit makes use of a seriesyit-shall be stated. The main
functiongl features including the maximum number of available gates, RAM, ROM, MPU and/or
functiongl blocks shall be stated. In addition, the die size andcthe number of available [bonding
pads shpll be given.

3.2.3 Rrocess technology
The prgcess technology of monolithic integrated circuits shall be stated such as|CMOS,

bipolar, BICMOS etc., also type and number ofiinterconnection layers, as well as for CMOS the
(drawn)|gate length, and optionally, the (effective) channel length.

3.3 Application related description
3.3.1 Main application

If necegsary, the main application shall be stated. Any restrictions for application ghall be
stated.

3.3.2 Rackage identifieation

The IEQ and/or national reference number of the outline drawing or drawing of a nongtandard
package, including terminal numbering and the principal package material, for gxample,
ceramic), plasfic; etc., shall be stated. A minimum and maximum chip size range shall bje stated
for eacH package. If necessary, the thermal resistance shall be specified.

3.4 Specification of the functional description of library elements
3.4.1 Detailed block diagram of basic cells (cell features)

The function of the basic cells may be referenced to applicable data books or design manuals,
including their revisions. A detailed block diagram or equivalent circuit information of the basic
cells shall be given. Depending on the function, the description shall be given in accordance
with chapter Il of each of the following publications: IEC 60748-2, IEC 60748-3, and
IEC 60748-4. The graphical symbols for the function shall be given. This may be obtained from
a catalogue of standardized graphical symbols or designed according to the rules of
IEC 60617-12 or IEC 60617-13.
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3.4.1.1 Macros matériels
La fonction principale des macros matériels doit étre décrite. La liste de tous les macros
matériels, avec leurs dimensions, doit étre donnée. Toute information complémentaire, telle

que le nombre des macros matériels disponibles et leurs emplacements possibles, doit étre
donnée.

3.4.1.2 Macros logiciels

La fonction principale des macros logiciels doit étre décrite et le nombre des différentes
cellules de base doit étre donné.

3.4.2 Identification et fonction des bornes

Chaque|borne prédéfinie existante doit étre identifiée avec indication des restrictions’d’emploi.

3.5 Valeurs limite (systéme des valeurs limite maximales absolues)

Ces valeurs s’appliquent dans toute la gamme des températures de fenétionnement, sauf
indicatign contraire. Les valeurs limite ne sont pas données dans un/but de contréje. Sauf
indicatign contraire, les valeurs limite doivent étre données comme-suit: [Toute précaution
propre @u circuit intégré doit étre indiquée. Si des valeurs limite sont interdépendantes, cela
doit étr¢ dit. Toutes les conditions auxquelles s’appliquent les- valeurs limite doivent étre
indiquégs. Si des éléments extérieurs connectés, et/ou attachés au circuit, tels qu’'un radiateur,
ont unelinfluence sur les valeurs limite, celles-ci doivent étre(prescrites pour le circuif intégré
complétg par ces éléments annexes. Si des valeurs minimales et/ou maximales sont citées, ou
doit indiquer si elles sont absolues ou algébriques~)Si des surcharges transitoifes sont
permisegls, leur grandeur et leur durée doivent étre spécifiées.

Toutes les tensions se référent a une borne de référence spécifiée (Vss, GND, etc.).

Tableau 1 — Exemples de valeurs limite

Parametres (note 1) Symboles Min. Max. ynité
Tensjon d’alimentation Veer Vopr Vss: Vee X X \Y
Courpnt d’alimentation, s’il y a lie Iccs Iops Isss Tee X MmA
Tensjon d’entrée Vi X X \Y
Courpnt d’entrée I X X MmA
Tensjon de sortie forcée Vo, forcé X X \Y
Courpnt de sortie Io X X MmA
Dissipation de'puissance Pp X W
Températlre de stockage Tste X X °C
Températdre de jonction s’il y a lieu T, X °C
Température de soudage s'il y a lieu Tsip X °C
Durée de soudage s'il a lieu (note 2) tsip X s
NOTES

1 Toutes les autres conditions limite telles que durée du courant, fréquence, méthode de montage,
variation des valeurs limite selon la température, etc., doivent étre indiquées, s'il y a lieu.

2 Latempérature de soudage maximale doit étre indiquée, s’il y a lieu.
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3.4.1.1 Hard macros
The main function of the hard macros shall be described. All hard macros shall be listed,

including the physical dimensions. All additional information, such as available number and
possible locations of the hard macros, shall be given.

3.4.1.2 Soft macros

The main function of the soft macros shall be described, and the number of the different basic
cells shall be given.

3.4.2 Identification and function of terminals

ted.

3.5 Limiting values (absolute maximum rating system)

These alues apply over the operating temperature range, unless otherwise_speécified. |Limiting
values @re not for inspection purposes. Unless otherwise specified, limiting values ghall be
given ag follows: [Any cautionary statement unique to the integrated circuit’shall be incjuded. It
shall bel specified if any interdependence of limiting values exist. All;conditions for which the
limiting |values apply shall be stated. If externally connected and/or attached elemgnts, for
example heat-sinks, have an influence on the values of the {atings, the ratings ’}hall be
prescribed for the integrated circuit with the elements connected and/or attached. If minimum
and/or maximum values are quoted, it shall be indicated whether they are absplute or
algebraic. If transient overloads are permitted, their magnitude and duration shall be spkgcified.]

All voltages are referenced to a specified reference terminal (Vss, GND, etc.).

Table 1 — Examples©flimiting values

Parameters (note 1) Symbols Min. Max. Unit
Supgly voltage Veer Vobs Vss, Vee X X \Y
Supgly current, where appropriate lec, Iops Iss Iee X MmA
Inpuf voltage % X X \%
Inputf current I X X MmA
Forcéd output voltage Vo, forced X X \
Outppt current Io X X mA
Powgr dissipation Pp X W
Storgge temperature Tste X X °C
Junction temperature, where appropriate T, X °C
Soldéring t€Emperature, where appropriate Tsip X °C
SoldeTmg duration, Where appropriate (note 2) | Isip X s
NOTES
1 Any other limiting conditions such as current duration, frequency, mounting method, temperature
dependence of the ratings, etc., shall be stated, where appropriate.
2 Maximum soldering temperature shall be stated, where appropriate.
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nditions de fonctionnement recommandées (dans la gamme de températures
fonctionnement spécifiée)

Ces conditions n'ont pas a étre contrélées, mais peuvent étre utilisées pour I'assurance de la

qualité.

Toutes |

es tensions se réferent a une borne de référence spécifiée (Vsg, GND, etc.).

Tableau 2 — Exemples de conditions de fonctionnement recommandées

Paramétres Symboles Min. Max. Unité

Tension d’alimentation Vees Vobr Vee X X \Y

T neion-daentrda aunivaau hac \/IL X X AV
Tension d’entrée au niveau haut Vin X X vV
Temps d’entrée de croissance et de décroissance | f, X X ns
Tlempérature de fonctionnement Tamp €t/ou Tease X X °C
NOTE - S'il y a lieu, toute autre condition de fonctionnement telle que fréquence, courant de
charge, doit étre spécifiée selon la CEI 60748-2, la CEIl 60748-3 et la CEI 60748-4.

3.7 Ca

Sauf in
recomm

Si la

ractéristiques électriques des éléments de bibliotheque

dication contraire, les caractéristiques doivent s’appliquer dans toute la
andée des températures de fonctionnement et desténsions d’alimentation.

fonction

doivent Etre données a 25 °C et aux températures’extrémes de la gamme des tempéra
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3.6 Recommended operating conditions (within the specified operating temperature range)

These conditions are not to be inspected, but may be used for quality assessment purposes.

All volta

ges are referenced to a specified reference terminal (Vsg, GND, etc.).

Table 2 — Examples of recommended operating conditions

Parameters Symbols Min. Max. Unit
Supply voltage Vee: Voo Vee X X \Y
Low level input voltage ViL X X \Y
High level input voltage VIH X X \%
Ipput rise and fall time t, & X X ns
Jperating temperature Tamb and/or Tease X X °C
NOTE — Where appropriate, any other operating conditions, such as frequency and {bad curren,
hall be stated according to IEC 60748-2, IEC 60748-3 and IEC 60748-4.

3.7 Elg

Unless

operatin
varies d
their ag
tempers
differen
shall be

3.7.1 S

ctrical characteristics of library elements

btherwise specified, the characteristics shall apply over the full recommended
g temperatures and supply voltages. Where the stated performance of th
ver the operating temperature range, the values of the input and output volta
sociated currents shall be stated at 25 °C and the extremes of the o
ture range. Values of currents and voltages’)shall be given for each fun
type of input and/or output. Special characteristics and timing or other requi
specified.

tatic characteristics

All voltajges are referenced to a specified reférence terminal.

ange of
b circuit
pes and
perating
ctionally
rements
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Tableau 3 — Exemples de caractéristiques statiques

Nom de macro (note)
Caractéristiques Symboles Conditions d’essais Min. Max. | Unité
Courant d’alimentation en lee, Iegs Ipp | VL = GND, Viy = Voc max POUT Icc X mA
fonctionnement VL = GND, Vi = Vg max POUr Igg
Vi = GND, Vi = Vpg max POUT Ipp
Courant d’alimentation au repos Ibbo Fréquence (entrées d’horloge), conditions X A
d’entrée et sortie doivent étre spécifiées m
(par exemple circuits d’excursion haute et
basse désactivés pour Ippg)
Seuil de déclenchement positif de Vi X \
la bascule de Schmitt, s’il y a lieu
Seuil de déclenchement négatif de Vi, X \
la bascyle de Schmitt, STy a lieu
Hysteregis de Schmitt s’il y a lieu A Vy ViLa Viy X
Tension|de sortie a niveau bas VoL oL X
Tension|de sortie a niveau haut Vo lon X
Courant|d’entrée a niveau bas he V=0V HA
Courant|d’entrée a niveau haut hu Vi=Vpbp HA
Courant| d'entrée avec excursion h(1) V=0V X HA
haute/bgsse
Courant| d’entrée avec excursion h(2) Vi=Vpp X HA
haute/bgsse
Courant|de fuite de sortie, s'il y a ho(1) Vo=0V X HA
lieu
Courant|de fuite de sortie, s'il y a hLo(2) Vo=Vop X HA
lieu
NOTE —|Le nom des macros d’entrée et de sortie auxquels.s’appliquent les caractéristiques doit étre indiqué
3.7.2 (daractéristiques dynamiques
Les tem|ps de propagation entre les entrées extérieures et les sorties extérieures dépendent de
leur emplacement et du routage des.interconnexions, de la résistance interne, de la tapacité
interne,|aussi bien que des temps-de propagation intrinséques donnés des cellules de base.
[Les valeurs estimées des temps de propagation doivent étre données dans un tableau. La
vérificatjon de ces valeurs dgit étre effectuée.]
3.7.3 Diagramme de témps
Le diagfamme destemps doit montrer toutes les relations critiques entrées/sorties. Il foit étre
composg d'un quplusieurs diagrammes montrant les relations critiques entre deux sighaux ou
plus. Lgs exigences de temps, telles que les temps d’'établissement et temps de Inaintien

doivent

gtrelindiquées. Un exemple de diagramme de temps est donné a la figure 2.
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Table 3 — Examples of static characteristics

Macro name (note)

Characteristics Symbols Test conditions Min. Max. Unit

Supply current, operating lcc Iee, Ibp | VL = GND, Vi = Vo, max for lcc X mA
Vi = GND, Vi = Vg max for /ee
VL = GND, Vi = Vo max for Ipp

Quiescent supply current Ibbg Frequency (clock inputs), input X mA
and output conditions shall be
stated. (e.g. pull-up and pull-down
deactivated for Ippg)

Schmitt  trigger positive going Vi X \%
threshold, where appropriate

Schmitt [ trigger _negative going V. X \%
thresholfl, where appropriate

Schmitt hysteresis, where appropriate A Vq ViLto Vi X

Low levgl output voltage VoL oL X

High levgl output voltage Vo lon X \
Low levgl input current n V=0V X HA
High levgl input current Iu Vi=Vpp X HA
Input cufrent with pull-up/down 4(1) V=0V X HA
Input cufrent with pull-up/down 1(2) Vi=Vpp X HA
Output | leakage current, where I o(1) V=0V X HA

appropripte

Output | leakage current, where I o(2) Vo=Vop X HA
appropripate

NOTE —|The name of the input and output macros for whichithe characteristics apply shall be stated.

3.7.2 Dynamic characteristics

The propagation delays from external inputs to external outputs depend upon placement and
interconnection routing, upon internal*resistance and internal capacitance, as well as Jypon the
given infrinsic propagation delays pfithe basic cells. [The estimated values of the propagation
delays ghall be given in a table /The verification of these values shall be performed.]

3.7.3 Timing diagram

consist |of one or more diagrams showing critical inter-relationships between two pr more
signals.|Timing requirements such as setup and hold times shall also be shown. An example of
a timing|diagram_is given in figure 2.

A timind diagram shall\show all critical interrelated input and output. The timing diagr}m shall
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Signaux d'entrée
groupe 1

Signaux d'entrée
groupe 2, etc.

Sign
ous
valid

3.74 C

aux de sortie
gnaux de
ation de sortie

apacités

XXXKXRX

Tableau 4 — Exemple de capacités

Figure 2 — Exemple de diagramme de tenips

IEC 75797

Nom de macro (note)

Caractéristiques Symboles Conditions d’essais Min. Max. Unitg
Capacité d’entrée Cin X pF
Capacité d'entrée/sortie Cinlout X pF
Capacité de sortie CouTt X pF
\IOT'Ed_‘ Le, nom des macros d’entrée-et de sortie auxquels s’appliquent les caractéristiques doit
btre indiqué.

3.8 Inf

Les infd
considé
pour les
2). Voir

4 Méth

odes§ de mesure

brmations supplémentaires

rmations sur la @deécharge électrostatique doivent étre données conformément a des
rations a I'étude. Ees informations sur la performance de verrouillage a I'état [passant
CMOS doivent.étre données selon la CEIl 60748-2, chapitre Ill, 5.5 et 6.3 (amendement
aussi la CEIN60748-11, 10.9.

4.1 Remarques générales

L'article 1 de la CEl 60748-1, chapitre VII, lu conjointement avec les article 1 et 2 de la

CEIl 60747-1, chapitre VII, s’applique, sauf indication contraire.

4.2 Exigences spécifiques

Toutes les méthodes décrites dans les articles suivants doivent étre appliquées aux véhicules

de tests

technologiques:

— CEI 60748-2, chapitre 1V, Section un, article 2;
— CEI 60748-3, chapitre 1V, Section un, article 2;
— CEI 60748-4, chapitre 1V, Section un, article 2.
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For example

Clock signals

—23_

Input signals
group 1

Input signals
group 2, etc.

Outgut signals
all of different
output strobes

XXXKXRX

IEC 6y5797
Figure 2 — Example of timing diagram
3.7.4 dapacitances
Table 4 — Examples of capacitances
Macro note (note)
Characteristics Symbols Test.conditions Min. Max. Unit
nput capacitance CiN X pF
nput/output capacitance Cin/out X pF
Dutput capacitance CouTt X pF
NOTE — The name of the input and output macros for which the characteristics apply shall |be
tated.
3.8 Adplitional information
Information on electrostatic~discharge shall be given in accordance with consideration)s under
examingtion. Information ¢oncerning the latch-up performance for CMOS shall be given a¢cording
to IEC 6p748-2, Chapter-Ill, subclauses 5.5 and 6.3 (amendment 2). See also IEC 60748-11, 10.9.

4 Measguringsmethods

4.1 Geperal remark

Clause 1 of IEC 60748-1, Chapter VIl read in conjunction with clauses 1 and 2 of IEC 60747-1,
Chapter VII, applies unless otherwise specified.

4.2 Specific requirements

All the methods described in the following clauses shall be applied to technological test

vehicles:

— IEC 60748-2, Chapter IV, Section one, clause 2;
— IEC 60748-3, Chapter IV, Section one, clause 2;
— |EC 60784-4, Chapter IV, Section one, clause 2.
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4.3 Caractéristiques statiques

Voir les points appropriés de la CEl 60748-2, de la CEIl 60748-3 et de la CEl 60748-4.
4.4 Caractéristiques dynamiques

Voir les points appropriés de la CEl 60748-2, de la CEIl 60748-3 et de la CEl 60748-4.
5 Réception et fiabilité

5.1 Essais d’endurance électrique

51.1 igences générales

Voir la CEI 60748-1, chapitre VIII, Section trois, article 2, ainsi que la CEI 60748-11.

5.1.2 Hxigences spécifiques

Voir la CEI 60748-1, Chapitre VIII, Section trois, article 3, ainsi que la CEl 60748-11.

5.2 Eskais d’environnement

Voir les|publications de la CEI appropriées.

5.3 Pracédure d’'analyse des défaillances

Voir les|publications de la CEI appropriées.

6 Aspects de conception

6.1 Remarques générales

Cet arti¢le indique toutes les informations sur la conception qui sont requises pour permettre la
réalisatipn d’un circuit intégré semi-personnalisé, la forme sous laquelle elles doivent étre
fournieq (par exemple catalogue de données ou manuels de conception), et qui doit leg fournir
(par exgmple I'utilisateur ou le fournisseur).

Les doguments doivent\étre fournis par l'utilisateur ou par le fournisseur selon lg niveau
d’interfgces choisi confermément a I'article 7.

6.2 Bifliothéque(approuvée par le fournisseur)

La versjon de"la bibliotheque doit étre indiquée. La bibliotheque de toutes les cellules et
macros [doit.comprendre les éléments suivants:

— symboles graphiques de chaque circuit de cellule;
— description fonctionnelle (par exemple diagramme logique, table des états logiques);

— toutes les caractéristiques électriques statiques et dynamiques appropriées, y compris
les capacités de charge de sortie, les facteurs de charge d’entrée, la consommation de
puissance statique et dynamique, etc.;

— schéma détaillé du circuit, y compris les dimensions des transistors;
— la topologie des cellules avec toutes les structures particuliéres;

— le compte rendu de la vérification par simulation de la bibliothéque de cellules sur les
plans géométrique, fonctionnel, électrique et séquence de temps.
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4.3 Static characteristics

See relevant points in IEC 60748-2, IEC 60748-3 and IEC 60748-4.

4.4 Dynamic characteristics

See relevant points in IEC 60748-2, IEC 60748-3 and IEC 60748-4.

5 Acceptance and reliability

5.1 Electrical endurance tests

511

See IEQ

5.1.2 SYpecific requirements

See IEQ

5.2 En

See reld
5.3 Fa
See reld
6 Desi

6.1 Ge

seneral requirements

60748-1, Chapter VIII, Section three, clause 2 and also IEC 60748-11.

60748-1, Chapter VIII, Section three, clause 3 and also IEC 60748<11.

ironment tests

vant IEC publications.
lure analysis procedure
vant IEC publications.
Jn aspects

neral remarks

This clapse lists all the design information that is required to enable a semicustom IC function,

such as
who shd

The dod
interfac

6.2 Lib

The libr
followin

the format in which it shalt;be supplied (such as data books or design manua
Il supply it (such as user or supplier).

uments shall be supplied either by the user or the supplier, depending on the

e level, in accordance with clause 7.
rary (approyved by supplier)
bry version shall be stated. The library of all cells and macros shall be describe
) terms:
graphical-symbelsefeachceHciredit:

— functional description (for example logic diagram, truth table);

all

relevant static and dynamic electrical characteristics, including output

capabilities, input loading factors, the static and dynamic power consumption, etc.;

— a detailed circuit diagram, including transistor sizes;

— the cell layout with all distinctive structures;

Is), and

chosen

d in the

loading

— the description of the simulation verification of the cell library in terms of geometrical,
functional, electrical and timing checks.
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6.3 Matériel de conception assistée par ordinateur (CAO)
Une liste doit étre fournie, indiquant la configuration et la description du matériel de CAO (par

exemple stations de travail, systémes d’exploitation avec le numéro de la version, taille
mémoire requise, réseau informatique local, unité centrale, etc.).

6.4 Logiciel de CAO
6.4.1 Systeme de CAO
Une liste des logiciels doit étre fournie, indiquant pour chacun le nom, la version, le fabricant,

le langage de description, le format de données, etc. Le systéme de CAO doit comprendre tout
ou partie des outils suivants, sans exclure d’autres outils.

a) Entree du schema

Le sghéma du circuit intégré semi-personnalisé sera entré dans le systéeme~de CAO au
moygn d’éditeurs graphiques capables de présenter les listes d’interconnexiohs flans un
format spécifié.

b) Synthése

Les §chémas peuvent étre produits par des compilateurs spécialisés a ‘partir de des¢riptions
fonctjonnelles (par exemple équations booléennes) du circuit intégré semi-personnalisé, ou
a partir de certains blocs du circuit. Les compilateurs dojvent dans ce cas p[ésenter
I'infofmation sur les schémas dans un format spécifié, accepte‘aussi par les autres putils du
systdme de CAO. Les aspects topologiques de la technolegie doivent aussi étre ¢ouverts
par 'outil de synthese.

¢) Simulation

Le fpnctionnement du circuit intégré semi-personnalisé sera vérifié au moygn d'un
progfamme de simulation acceptant en entrée\la liste d’interconnexions représentant le
projet et un ensemble de vecteurs représentatifs pour I'application. La réponse logique du
circu|t et sa performance en courant alternatif seront évaluées pour différents ¢as (par
exemple cas le plus favorable, cas normal, cas le plus défavorable) avant routape avec
charIes estimées, et aprés routage, lesscharges étant extraites et rétro-annotées.

d) A

Les femps de propagation peuvent étre déterminés au moyen d'un programme |capable
d’additionner les temps des~divers éléments, diment chargés, pour tous les chemins de
prop@gation du signal, et de~donner les résultats selon des criteres de sélection fjxés par
I'utiligateur.

alyse des temps

e) Verification des régles de construction

La cpmpatibilité _des regles de conception imposées par la technologie (par exgmple le
nombre de sorfies qui peuvent étre connectées en paralléle ou en série, le nombre de
broches d’alimentation, etc.) sera vérifiée au moyen d’'un programme effectyant les

vérifications=demandées par le fournisseur pour s’assurer que le circuit intégrg semi-
perspnnalise sera réalisable. (Ce programme provient normalement du fournisseur.)

f) Veérification des Innccihiliréc d'essais

La compatibilité de la structure prévue avec la méthode d’essais adoptée (par exemple
balayage des noeuds logiques, LSSD, balayage des plots d’entrée/sortie, etc.) peut étre
vérifiee au moyen de logiciels spécialisés.

g) Génération automatique de vecteurs de test

La séquence utilisée pour produire les programmes d’essais peut étre créée par un logiciel
spécialisé de format compatible avec les autres logiciels du systéme de CAO.

h) Degré de couverture de défaut

Le degré de couverture de défaut est une évaluation statistique du nombre de points
logiques d’un circuit intégré semi-personnalisé qui peuvent étre appliqués et activés par un
programme d’essai électrique. La valeur minimale acceptable du degré de couverture de
défaut sera normalement convenue entre l'utilisateur et le fournisseur du circuit intégré
semi-personnalisé.
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6.3 Computer aided engineering (CAE) design hardware
A list with the configuration and description of the CAE hardware (such as workstations,

operating systems including version number, memory requirements, local area network, host
computer, etc.) shall be described.

6.4 CAE design software
6.4.1 CAE design system
A list of software packages, including name, version, manufacturer, description language, data

formats, etc., shall be given. The CAE system shall include some or all of the following tools,
without being restricted to them.

a) S¢hematic entry

The pchematics of the semicustom IC will be entered in the CAE system using|graphic
editofs capable of generating the netlists in a specified format.

b) Synthesis

Schelmatics can be produced from functional descriptions (for example/Boolean equations)
of the semicustom IC or some of its blocks by specialized compilers. The compilgrs must
then |generate the information about the schematics in a specified*format, accepted also by
the gther tools of the CAE system. Technology topological aspects should also be |covered
by the synthesis tool.

¢) Simulation

The functionality of the semicustom IC will be verified using a simulation program [that will
accept as input the netlist representing the design’ and a set of vectors which| will be
reprgsentatives for the application. The logic response of the circuit as well as |the a.c.
perfgrmance will be evaluated under different sets’of conditions (such as best case| typical,
worst case) before layout with estimated loads] and after layout with loads extracted from
the layout and back annotated.

d) Timing analysis

The propagation delays may be determined using a program able to sum up the delays of
the individual elements with their, [oads along all signal paths, and to report them flollowing
seledtion criteria established bythe user.

e) Check of engineering rules

The pompatibility of the ‘design rules imposed by the technology (such as the number of
outpdits that can be paralleled or connected in wired-or, the number of power supply pins
etc.) |will be verified using a program that contains the checks required by the supplier to
make sure that the. semicustom IC will be manufacturable. (This tool normally conjes from
the supplier.)

f) Check of\design for testability

The ¢ompatibility of the designed structure with the test strategy adopted (for example scan
path| kSSD, boundary scan etc.) may be checked using specialized software tools.

g) Automatic test pattern generation

The pattern used to produce the test programs may be generated by a specialized tool in a
format compatible with the other tools in the CAE system.

h) Fault grading

Fault grading is a statistical assessment of the number of those node points in a
semicustom IC design that can be accessed and activated by an electrical testing program.
A minimum acceptable value of the fault coverage normally will be agreed between the
semicustom IC user and supplier.
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i) Topologie (placement et routage)

Les éléments de bibliothéque utilisés dans un circuit intégré semi-personnalisé seront
disposés sur la surface de la pastille de silicium et interconnectés par des programmes de
topologie spécialisés. Ces programmes fourniront I'information sur la topologie dans un
format compatible avec les logiciels de fabrication.

j) Veérification des régles de conception

Le respect par la topologie des contraintes de fabrication (par exemple géométries
minimales réalisables en silicium, espaces minimaux a respecter entre les géométries, etc.)
sera veérifié par des programmes spécialisés. Une documentation accompagnera les

éventuels messages d’erreur et avertissements.

6.4.2 Qualité et mise a jour du logiciel de CAO

Chaque > 5 jser ses
logicielg de conception. Cette procédure doit étre disponible sur demande. Elle dojtiihdiquer la
méthod¢ d’essai et le procédé utilisé d’acceptation ou de refus des mises a jouret rgvisions
des logiciels, internes ou du commerce. Cette exigence ne concerne que les, logicield utilisés
par le fpurnisseur dans le procédé de conception spécifique d’application.. Sile profédé de

conceptjon est assuré partiellement a I'extérieur ou a l'intérieur par des lagiciels ne pijovenant

pas du

NOTE

7 Inter

ournisseur (par exemple entrée du schéma), une procédure équivalente doit ex

— Pour assurer la qualité du logiciel de CAO mis a jour, voir les procédures d’assurance de la g

aces utilisateur/fournisseur

7.1 Nature des interfaces utilisateur/fournisseur

Dans le
collabor]
peut se
'une ou

domaine des circuits intégrés semi-personnalisés, I'utilisateur et le fournisse
er en de nombreuses étapes. Le diagramme du tableau 5 montre les points

I'autre partie.

ster.

alité.

Lr ont a
ou cela

produire classiquement. Les interfaces\indiquées n’'impliquent pas la responsapilité de
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i) Layout (placement and routing)

The library elements in a semicustom IC will be placed on the surface of the silicon chip,
and will be interconnected by specialized layouting programs. These programs will produce
the information about the layout in a format compatible with the manufacturing tools.

j) Check of design rules

The correctness of the layout with respect to the manufacturing constraints (for example
minimum geometries that can be realized in silicon, minimum spacings between geometries,

etc.) will be checked by specialized programs. Possible error messages and warnings will
be documented.

6.4.2 CAE software quality and updating

Each supplier shall specify the procedure he uses for updating and revising design software

T i : i ethods
escriptions concerning the process used to accept or reject updates and fevisions to
or commercially supplied software packages. This requirement only-applies to
packages used by the supplier in the application specific design pracess. Eduivalent
procedures shall exist, if, for parts of the design process, non-supplier software packgges are
used frgm system-house or external design houses (for example schemati¢ entry).

NOTE| - In order to assure the quality of updated CAE software, see relevant quality assessment procqdure.

7 User[supplier interface

7.1 Cophcept of user/supplier design interface

In the fjeld of semicustom integrated circuits, the usér and supplier will interface at many
stages.|The flow diagram of table 5 below shows\ythe typical design points at wtlfich this
interfac¢ may occur. This design interface does not concern the responsibility of either party.
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Tableau 5 — Niveaux types des interfaces entre utilisateur et fournisseur

Niveau des interfaces

N|veau Utilisateur Fournisseur Outil de support 1 2 3 4 5
des interfaces
Niveau 1
Interfaces au Conception Manuel de
niveau du systeme conception
fonctionnel | Bibliothéque
Niveau 2
Interfaces au C?nc_eptlon fSpet;_lflcatllclm Utilisateur
niveau logique ogique onctionnelle

Niveau 3

Interfaces au | Simulation I Station de

niveau du circuit travail (EWS)

Niveau 4
Interfacgs au Placgnent E)AS(t)eme de
niveau de la X
topologig routage
Niveau §
Interfacgs au Slmulatt_lon
niveau qu masque pos
routage
Fournisseur
Masque et
fabrication
Assemblage
et essai

Elzl (Spécimen de

production)

Niveau {

Interfacgs au EvaILation Utilisateur

niveau du SP
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Table 5 — Typical interface levels between user and supplier

Interface level

IntLeer\l;gfe User Supplier Support tool 1 2 3 4 5
Level 1
Functional System Design
level design manual
interface | Library
Level 2
Logic level Logic Functional User
interface design specification
Level 3
Circuit I¢vel | Simulation I Engineering
interfacq work station (EWS)
Level 4
Layout Placement CAE system
level a’t‘_d
interfacq routing
Level 5
Mask leyel IPOStt
interfacq layoul
simulation
Supplier

Mask and

engineering

fabrication

Assembly

and test
ESZ' (Engineering
sample)

Level 6
ES level EvaILation Use
interfacq
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7.2 Documents types utilisés pour les interfaces utilisateur/fournisseur

Les documents a utiliser sont indiqués au tableau 6 ci-dessous. Les formulaires sont donnés

dans l'annexe A.

Tableau 6 — Documents types utilisés pour les interfaces utilisateur/fournisseur
a propos des circuit intégrés semi-personnalisés

Niveau des Documents
interfaces Utilisateur Fournisseur
1) Vue d’ensemble de la spécification 1) Catalogue
2) Spécification fonctionnelle 2) Manuel de conception
a) description générale des demandes dans 3) Bibliothéque de cellules
le systeme de ['utilisateur 4) Guide de choix du boftier
) b) schéma synoptique fonctionnel 5) Nom et notification du CI
Interface au niveau 3) Séquence des fonctions 6) Liste des données concernant:
1 | fonctionrfeT 4) Disposition des broches a) Simulation des fonctions et des
5) Certificats retards, vérification des temps.
a) Simulation b) Simulation post-routage
b) Simulation post-routage c) Evaluation des spécimens de
c) Evaluation des spécimens de production production
1) Vue d’ensemble de la spécification 1) Catalogue
2) Spécification logique 2) Manuel de conception
a) diagramme logique de circuit 3) Bibliotheque de celldles
b) fonctions attribués aux cellules et macros 4) Guide de choix du’boitrer
c) définition et dénomination des cellules 5) Manuel de fonctionnement de I'EWS
macro d’utilisateur 6) Manuel de forigtionnement du systéme fle CAO
d) désignation des buffers d’'entrée/sortie 7) Nom et natification du CI
2 | Interfacelau niveau e) désignation du niveau du signal d’entrée 8) Liste des'données concernant:
logique f) temps de propagation estimés a) Simulation des fonctions et des
g) dissipation de puissance estimée retards, vérification des temps
3) Données de séquence de test b) .‘Simulation post-routage
4) Données de désignation des broches c)\_Evaluation des spécimens de prodyction
5) Certificats
a) Simulation
b) Simulation post-routage
c) Evaluation des spécimens de production
1) Vue d’ensemble de la spécification 1) Catalogue
2) Diagramme logique de circuit 2) Manuel de conception
3) Données sur la simulation des fonctions et 3) Bibliotheque de cellules
des temps et la vérification des retards 4) Guide de choix du boitier
. 4) Données de séquence de test 5) Manuel de fonctionnement de 'EWS
3 | Interfacelau niveau 5) Données de désignation de broches 6) Manuel de fonctionnement du systéme fle CAO
du circui a) Simulation post-routage 7) Nom et notification du CI
b) Evaluation des spécimens.dé/production 8) Liste des données concernant:
a) Simulation post-routage
b) Evaluation des spécimens de prodyction
1) Vue d’ensemble de la spécification 1) Catalogue
2) Données topologiques 2) Manuel de conception
3) Données de séquence de test 3) Bibliotheque de cellules
4) Données de déSignation des broches 4) Guide de choix du boitier
. 5) Certificats 5) Manuel de fonctionnement de 'EWS
4 | Interfacejau niveau a) Simulation post-routage 6) Manuel de fonctionnement du systéme fle CAO
de la topplogie b) Evaluation des spécimens de production 7) Manuel du systeme de topologie
8) Nom et notification du CI
9) Liste des données concernant:
a) Simulation post-routage
b) Evaluation des spécimens de prod{ction
). *Vue d’ensemble de la spécification 1) Catalogue
2) Donnés topologiques 2) Manuel de conception
3) Données de simulation post-routage 3) Bibliothéque de cellules
4) Données de séquence de test 4) Guide de choix du boftier
5 [ Interface|au niveal 5) Données de désignation des broches 5) Manuel de fonctionnement de 'EWS
du masqye 6) Certificat 6) Manuel de fonctionnement du systéme fle CAO
a) Evaluation des spécimens de production 7) Manuel du systeme de topologie
8) Nom et notification du CI
9) Liste des données concernant:
a) Simulation post-routage
b) Evaluation des spécimens de production
1) Résultats de I'évaluation des spécimens de 1) Spécimens de production (SP)
6 | Interface au niveau prod_u_ction 2) Liste des don_nées concernant:
2) Certificat a) L’évaluation

du SP

a) Evaluation des spécimens de production

b) Le résultat des tests
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7.2 User/supplier typical interface documents

These documents are shown in table 6 below. The sample forms are shown in annex A.

Table 6 — User/supplier typical interface documents for semicustom ICs

Interface Documents
level User Supplier
1) Summary specification 1) Catalogue
2) Functional specification 2) Design manual
a) General requirement description in user’'s system |[3)  Cell library
1 | Functional-level b) Functional block diagram 4) Package selection guidance
interface 3) Function pattern 5) IC naming and notification
4)  Pin configuration 6) Presentation data
5) Certificate(s) a) Function and delay simulation data, timing
a) Simulation verification data
b) Post layout simulation b) Post layout simulation data
c) Evaluation of engineering sample c) Evaluation data of engineering safple
1) Summary specification 1) Catalogue
2) Logical specification 2)  Design manual
a) Logic circuit diagram 3)  Cell library
b) Used macro cell, macro function assignment 4)  Package selection guidance
c) User's macro cell definition and naming 5)  EWS operation manual
2 [Logic-1dvel d) Input/output buffer cell assignment 6)  CAE system operatiop-manual
intorfack e) Input signal level assignment 7)  IC naming and notification
i f)  Estimate of propagation delay time 8)  Presentation data
g) Estimate of power dissipation a) Function afidhdelay simulation datd, timing
3) Test pattern data verification data
4)  Pin assignment data b) Post Jayout'simulation data
5) Certificate(s) c) Evaluation data of engineering sarple
a) Simulation
b) Post layout simulation
c) Evaluation of engineering sample
1) Summary specification 1)/ ,Catalogue
2) Logic circuit diagram 2). ¢, Design manual
3) Function and delay simulation data, timing 3) Cell library
3 | Circuit-level verification data 4) Package selection guidance
interfacke 4) Test pattern, data 5) EWS operation manual
5) Pin assignment data 6) CAE system operation manual
6) Certificate(s) 7) IC naming and notification
a) Post layout simulation 8)  Presentation data
b) Evaluation of engineering sample a) Post layout simulation data
b) Evaluation data of engineering samiple
1) Summary specification 1) Catalogue
2) Layout data 2)  Design manual
3) Text pattern data 3) Cell library
4) Pin assignment data 4)  Package selection guidance
4 |Layout-|evel 5) Certificate(s) 5) EWS operation manual
interface a) Post layout simulatign 6) CAE system operation manual
b) Evaluation of engineering sample 7)  Layout system operation manual
8) IC naming and notification
9) Presentation data
a) Post layout simulation data
b) Evaluation data of engineering sapple
1) Summary.specification 1) Catalogue
2) Layout data 2) Design manual
3) Post layout simulation data 3) Cell library
4) Test pattern data 4) Package selection guidance
5 |Mask-Idqvel 5) Rin'asSignment data 5) EWS operation manual
interfack 6) /Certificate 6) CAE system operation manual
a) Evaluation of engineering sample 7)  Layout system operation manual
8) IC naming and notification
9) Presentation data
a) Evaluation data of engineering sapple
1) Evaluation result of engineering sample 1) ES
6 [ES-levdl 2) Certificate 2) Presentation data
interfac a) Evaluation of eNgmeermg Sample 3] Evaluaton data

b) Test result
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8 Données essentielles a fournir pour la production
des circuits intégrés semi-personnalisés

8.1 Remarques générales

Cet article concerne la reconnaissance et la confirmation des données de conception d’un
circuit intégré semi-personnalisé par la communication d’informations spécifiques par
I'utilisateur.

8.1.1 Identification et types de circuits

Indiquer les catégories fonctionnelles et électriques utilisées. Indiquer la technologie choisie
pour le procédé de fabrication. Indiguer les noms de séries particulieres de circuits intégrés
semi-pefrsonnalisés. Le nombre de portes, I'attribution des broches, la taille de pastille|et toute
autre dgnnée utile doivent étre indiquées par I'utilisateur.

8.2 Defcription de I'application
8.2.1 Description fonctionnelle

L'utilisageur doit spécifier la fonction remplie par le circuit et la décrire_cenformément a I'afticle 3.

8.2.2 Ychéma synoptique global

Si l'utiligateur le juge bon, il pourra fournir un schéma synofptique de la fonction principgle.

8.2.3 Vjérification de la fonction

La foncfion du circuit doit étre vérifiée. La séquence de test, le programme de temps ol de test
doivent Etre créés ou approuveés par l'utilisateut:

8.2.4 |Identification et fonction des bornes

Chaque|borne doit étre identifiée. L’attribution des broches doit étre indiquée dans un|tableau
avec le fype de bornes.

Tableau 7 — Exemple de type de bornes

Numéro de broche Nom de broche Fonction Macro Niveau Caractéristjque
12 ACCT - CMOS 4 mA
13 NC Non connectée - - -
14 VLL - TTL 24 mA
15 VDD - - —

8.25 |

raT 4 e ol halfss
CTrarncatrturTaa ouTircT

Le numéro de référence CEIl et/ou nationale du dessin du boitier doit étre indiqué, ou le dessin
d’'un boftier non normalisé comprenant le numérotage des bornes et le matériau principal du
boitier tel que céramique, plastique, etc.

Si nécessaire, la résistance thermique doit étre spécifiée.
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8 Essential data of semicustom integrated circuits released for production

8.1 General remarks

This clause concerns the recognition and approval of the design data for semicustom
integrated circuits by the communication of specific information from the user.

8.1.1 Circuit identification and types

The functional and electrical categories used shall be stated. The fabrication process
technology selected shall be stated. The name of specific series of semicustom ICs shall be
stated. The user shall state the number of gates, the pin assignment, the die size and other
relevant data.

8.2 Application related description
8.2.1 Runctional description

The funfction performed by the circuit shall be specified by the user andxshall be described
according to clause 3.

8.2.2 Quverall block diagram

The usdr has the option of providing or not a block diagram which shows the main function.

8.2.3 Verification of the function

The funktion of the circuit shall be verified. The test-pattern, timing or test program fhall be
generated or approved by the user.

8.2.4 |Identification and function of terminals

Each tefminal shall be identified. A pin_assignment shall be indicated in a table with thg type of
terminals.

Table (7 = Example of the type of terminals

Pin number Rin*name Function Macro Level Characteristic
12 ACCT - CMOS 4 mA
13 NC Not connected - - -
14 VLL - TTL 24 mA
15 VDD - - —

8.2.5 Hactkage identification

The IEC and/or national reference number of the outline drawing or drawing of a nonstandard
package, including terminal numbering and the principal package material, for example,
ceramic, plastic, etc., shall be stated.

If necessary, the thermal resistance shall be specified.
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utres données utiles

Au choix de I'utilisateur.

8.3 Aspects de conception

Ce paragraphe indique toutes les informations qui doivent étre disponibles sous forme de
documents (par exemple catalogues de données) pour couvrir des points tels que les suivants.

8.3.1 Bibliotheque (utilisée par I'utilisateur)

La versi

La bibli

— to
les ¢
pUisSs

Onp
— un
- la
- le
plans
8.3.2 A
La desc

a) di
b) di
signg
c) di

d) di
pUisSs
pour

8.3.3 M

Une list
(par exs
informa

on de bibliothéque utilisée doit étre indiquée.

mboles graphique du circuit de chaque cellule;

utes les caractéristiques électriques appropriées, statiques et dynamiques, y
apacités de charges de sortie, les facteurs de charge d’entréey [a“consomm
ance statique et dynamique, etc.

cut convenir de donner des informations supplémentaires cemme:
schéma détaillé du circuit comprenant les dimensions ré€lles des transistors;
topologie des cellules avec toutes les structures particuliéres;
compte rendu de la vérification par simulation de‘a bibliotheque de cellules
géométrique, fonctionnel, électrique et séquence‘de temps.
spects topologiques
Fiption des aspects topologiques a conegévoir doit comprendre les éléments suiy

hgramme d’interconnexion;

ux/bus correspondants), s'il y'a'lieu;
hgramme du chemin critigue), s’il y a lieu;

hgramme du routage de-puissance, s'’il ne suit pas lI'organisation standard deg
ance (par exemple _organisation des bus de puissance basée sur les blocs fong
des conceptionsprécaractérisées/semi-personnalisées).

jatériel de CAQ
b doit étreyfournie, indiquant la configuration et la description du matériel de CA

bmple«stations de travail, systémes d’exploitation, taille de mémoire requise,
ique_local, unité centrale, etc.).

ptheque utifiSee pour [OUleS (€S CEelfuies er macros doit cCOmprendre (es, gléments

suivanty:

compris
htion de

sur les

ants:

hgramme du plan d’implantation (emplacement des blocs fonctionnels ajec les

bus de
tionnels

D utilisé
réseau

8.3.4 Logiciel de CAO

Une liste des logiciels utilisés doit étre fournie, comprenant pour chacun le nom, la version, le

fabrican

t, le langage de description, le format de données, etc.

NOTE - Il convient que les valeurs limites, caractéristiques et exigences essentielles concernant les produits

finals

soient données conformément a la CEIl 60748-1.


https://iecnorm.com/api/?name=5c94f51fe133c462ee37a46e186cfed4

60748-5

© IEC:1997 - 37—

8.2.6 Other relevant data

At the user’s option.

8.3 Design aspect

This subclause lists all the information, which shall be available as documents (for example as
data books) covering topics such as the following.

8.3.1 Lijbrary (used by user)

The library version used shall be stated.

The libr

— al
capa
Addition

- a
— th
— th
funct]
8.3.2 T
The top

a) bg

b) a
signa

c) a
d) a
exan
8.3.3 (

A list w|
worksta
etc.).

8.34 C

ry Of all cells and macros used snall be described M the Touowing erms.

aphical symbols of each cell circuit;

relevant static and dynamic electrical characteristics, including,~output
bilities, input loading factors, the static and dynamic power consumption, etc.

al information may be given, if mutually agreed, for example:

fdetailed circuit diagram, including effective transistor sizes;

e cell layout with all distinctive structures;

onal, electrical and timing checks.

opological aspects

blogical aspects to be designed shall be described in the following terms:

nding diagram;

diagram showing the floor plan (location of functional blocks and
Is/busses), if applicable;

diagram with the critical path,_if"’applicable;
diagram with power routing, if not according to the amendment power buss

AE design hardware

th the configuration and description of CAE-hardware used shall be stated
ions, operating systems, memory requirements, local area network, host cqg

AE design software

loading

e description of the simulation verification of the cell-library in terms of geometrical,

relevant

ing (for

ple function block-oriented power bussing at cell-based designs/ semicustom dgsigns).

such as
mputer,

A list of

software packages used, including name, version, manufacturer, description la

data formats, etc., shall be given.

nguage,

NOTE - Essential ratings, characteristics and requirements for the final products should be given in accordance
with IEC 60748-1.
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Annexe A
(informative)

Formulaires utilisés pour les interfaces utilisateur/fournisseur

Les documents suivants ont été préparés pour les interfaces utilisateur/fournisseur.

1) Vue d’ensemble de la spécification

2) Certificat A — Aprés simulation

3) Certificat B — Aprés simulation post-routage

4) Certificat C — Aprés évaluation par l'utilisateur des spécimens de production.
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